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Abstrak

Solderin uah papan circuit
terintegrasi dengal ihasi onen elektronika
yang sering Kita j an dengan proses
soldering. Pemas ngan, solder yang
sering kita jumpai puan dan latihan
dalam penggunaal blower dirancang
lah sebuah alat so

Penelitian kali ini yaitu sebuah per yang terhubung pada koneksi internet yang
dapat dikontrol dan monitor melalui sebuah web. monitor temperatur alat yang dirancang dapat di
akses menggunakan web yang disediakan khusus unt enggunakannya. Pengguna dapat menggunakan web
untuk mengatur suhu yang diinginkan untuk proses soldering dan mengontrol suhu yang dihasilkan dari elemen
pemanas pada hardware yang di rancang. Setelah suhu di input kan dari web, maka proses selanjutnya akan di
terima dan di perintahkan oleh piranti microcontroller berupa sebuah NodeMCU. Berdasarkan tahap pengujian
yang dilakukan, alat reflow soldering dengan kontrol suhu dan web berfungsi dengan baik. Elemen pemanas
berfungsi ketika sensor suhu thermocouple tipe naikan suhu yang
dihasilkan dari el ari proses soldering dan d dirancang tidak
mengalami kerus engguna dapat melihat da iinginkan dengan

web yang sudah d

Kata kunci: sold solder reflow
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1. Pendahuluan
Seiring pesatnya perkembangan teknologi perangkat elektronika pada saat ini, terdapat beragam jenis
perangkat yang dapat digunakan oleh manusia sesuai dengan kemampuan dari perangkat itu sendiri. Pada
perangkat tersebut melalui banyak proses dalam pembuatannya. Soldering merupakan tahapan dalam
pembuatan sebuah alat yang nantinya dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam tahapan tersebut
diperlukan alat berupa solder yang dapat menempelkan komponen elektronika ke atas papan circuit.
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Komponen SMD merupakan komponen elektronika yang biasa di gunakan untuk membuat suatu
rangkaian. Bentuknya yang lebih kecil dari komponen through hole dapat membuat suatu perangkat yang di
buat menjadi lebih kompleks. Pemasangan komponen SMD dalam jumlah yang banyak pada suatu rangkaian
akan menjadi sangat sulit apabila menyolder menggunakan solder uap. Komponen yang sangat kecil di
khawatirkan akan terbang atau mengalami kerusakan fatal apabila teknisi memiliki keahlian yang kurang.
Maka dari itu diperlukan alat yang mampu membantu proses penyolderan dengan cara yang lebih mudah agar
tidak terjadi hal yang tidak di inginkan.

Pada penelitian ini dirancang alat reflow soldering untuk mengatasi kekurangan pada solder blower,
yaitu dapat meningkatkan efisiensi dalam melakukan soldering dan desoldering, Alat ini membantu teknisi
membantu pemasangan komponen yang sangat sulit dan meminimalkan resiko kerusakan rangkaian. Alat
reflow ini nantinya dilengkapi dengan kontrol suhu dan waktu agar timah pasta pada kaki komponen meleleh
dengan semp

2. Dasar Teori
2.1 Solder

GaWbar 2. 1 Solder
Soldering merupakan teknik untuk melelehkan timah atau logam yang mudah melebur untuk
menyambung dua buah permukaan logam.!*! Pada umumnya rangkaian elektronika menggunakan
logam timah sebagai penghubung antar logam yang akan di sambungkan. Dalam melakukan proses
elektronika pada rangkaian pcb, meme untuk melakukan
menyambungkan kedua pe omponen dengan

bah energi listrik
apan pcb dengan

yang dapat menghasilkan
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naskan dengan solder.[!
gam sudah sangat umu imah yang lebih
s logam yang lainnya. dering dilakukan
mponen apa yang akan di

ingin melakukan
akukan soldering.

gan jenis dan bent

77

Gambar 2. 2 solder Assist Tool

2.3 Proses Soldering

Proses pemasangan komponen elektronika pada papan circuit berupa susunan komponen yang
terhubung adalah proses soldering.*8! Dalam melakukan proses penyolderan dilakukan dalam
beberapa tahap supaya komponen yang disusun dapat terhubung pada papan pcb yang di rekatkan
oleh timah. Teknik melakukan soldering berbeda-beda sesuai dengan bentuk komponen yang
digunakan. Komponen tersebut dikenal dengan nama komponen through hole dan smd.

2.4 Timah Solder



ISSN : 2442-5826 e-Proceeding of Applied Science : Vol.6, No.2 Agustus 2020 | Page 2265

Timah solder adalah timah khusus yang di gunakan untuk melakukan soldering berbahan dasar
campuran lebih dari satu jenis logam, pada umumnya jenis yang sering digunakan untuk bidang
elektronika adalah timah dan timbal. Untuk memperkuat kekuatan sambungan, ditambahkan bahan
logam tambahan lain dalam jumlah kecil yaitu perak dan tembaga sebesar 1-2 persen.t

3. Perancangan dan Implementasi

3.1 Blok Diagram Sistem
Pada rancangan sistem menjelaskan kerja alat reflow soldering ini nantinya pemanas akan
bekerja saat tombol start di tekan. Pemanasan elemen akan meleburkan timah pada papan pcb dan
merekatkan kaki-kaki komponen. Berikut ini adalah blok diagram sistem rancangan pada alat:

Switch

A 4

Relay

SPST
K
v
Adaptor y 2 Elemen
£ . > > \ Y J € -
Arus AC AC-DC NodeMCU : pemanas
2
DC Fan ADC < Thermocouple

f %‘“u" e DD B ,

Gambar 3. 1 Blok diagram alat ref
enjelaskan bahwa nantinya e kerja saat tombol
enaikkan tegangan dari D anas. Suhu pada
thermocouple supaya s
tempat penyimpanan

waktu apabila ketika me

a mempermudah
a pada timah.

3.2 eflow Soldering
rancangan stetoskop elekt

Merancang Uji coba
desain alat
alat

|

Meletakan dan |,
memprogram alat

Hasil
penyolderan
sempurna

Gambar 3. 2 Flowchart perancangan alat reflow soldering

Pemrograman
berhasil

perbaikan
program

Tidak

Pada gambar flowchart hardware dimulai setelah melakukan inisialisasi komponen pada
alat. Kemudian untuk konektifitas internet pada alat menggunakan NodeMCU. Setelah terkoneksi
internet, alat siap digunakan dan dimasukkan suhu yang diinginkan untuk melakukan proses
soldering. Proses pemberhentian alat dilakukan ketika timah pada seluruh permukaan papan pcb
telah melebur.
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3.3 Flowchart Hardware
Dibawah ini merupakan flowchart dari hardware alat:

Qllai

Y

Inisialisasi alat Input
ke internet suhu

A 4

Koneksi alat
ke internet

Matikan
alat

3.4 Spesifikasi
Berikut merupakan spesifikasi alat reflow soldering yang dibuat pada penelitian kali ini.

a. Elemen pemanas : 220v, 700watt

b. Tipe microcontroller : NodeMCU ESP8266
c. Ti : Type K

d. : SSR

e. : 0-500°C

P

3.5

unjukkan posisi peletaka rancang. Bagian

Thermocouple -~

@ O
]

Gambar 3. 4 Susunan dan peletakan komponen
Gambar di atas menunjukan letak dari komponen yang akan digunakan. Dimensi ukuran alat yang
di rancang untuk Proyek Akhir ini adalah 20x20x7 cm. Bagian casing yang digunakan yaitu kayu.
Elemen pemanas dan thermocouple diletakkan pada bagian atas casing, dan komponen pendukung
lainnya di susun pada bagian dalam alat yang di rancang.

3.6  Rancangan Website
Berikut ini flowchart dan tampilan web untuk menggunakan alar reflow soldering:
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mengenai web

h 4 h 4

Home Monitoring
A v
Menampilkan penjelasan Menampilkan:

1. Monitoring alat

2. Controlling alat

Gambar ! 5 Flowchart website

Tool

Controling And
Monitoring
Reflow Soldering

this tool makes it easier for us to do soldering and
desoldering of smd components. has advantages in its

easy use and can be used by beginners and professionals

Controling & Monitoring Temperature

30.75

[0 ]

SET TEMP

Gambar 3. 7 Tampilan menu controlling



ISSN : 2442-5826 e-Proceeding of Applied Science : Vol.6, No.2 Agustus 2020 | Page 2268

4. Pengujian dan Analisa

4.1 Pengujian Pertama
Berikut ini merupakan tabel hasil dari pengujian alat pada tahap pertama

No | Waktu (detik) Suhu (°¢) Keterangan

1 0 30 -

2 10 38 -

3 20 49 -

4 30 67 <

5 40 93 -

6 50 137 -

7 60 189 Fcb terbakar
8 70 220 Feb terbakar
9 80 258 Melebur, Pgh terbakar
10 90 285 Pebh terbakar

100
377

Gambar 4. 1 Uji Coba P
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No | Waktu (detik) Suhu (° ¢) Keterangan
1 0 30 -
2 10 39 -
3 20 46 z
4 30 63 &
5 40 93 %
6 30 135 -
7 60 183 -
8 70 216 -
9 80 251 -
10 90 282 -
11 100 322 -
12 110 358 -

440

Gambar 4. 2 Uji Coba
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No | Waktu (detik) | Suhu(®c) Keterangan
1 0 30 s
2 10 33 :
3 20 38 2
4 30 46 -
5 40 56 ]
5 50 67 ]
7 60 81 :
8 70 96 2
9 80 115 :
10 90 149 .
11 100 165 ;
12 110 197 ,

214
259
260

Gambar 4. 3 Uji Coba

4.2 Hasil Pe bjek (PCB)

gujian alat pada PCB da komponen pada
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dihasilkan bertujuan untuk
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enyatu pada bagian pad papan pcb
ering selesai, alat yang telah dimatikan
1r “cooling” pada grafik.

pemanas men
menyalurkan ene
“mengaktifkan” tima
lalu pada titik “reflow”
dan merekatkan komponen
akan melalui proses pendinginan pada bag

4.4 Analisa Pengujian Alat

Hasil dari pengujian kali ini yang terbaik dan dapat digunakan merupakan proses pengujian
tahap kedua dan ketiga. Walau terdapat delay namun tidak sampai merusak pcb maupun komponen
nya. Hasil pengukuran komponen yang di uji tidak mengalami kerusakan dan masih di ambang batas
standar toleransi komponen smd. Sedangkan pada pengujian tahap pertama tidak dapat diterapkan
karena kerusakan yang di alami setelah melakukan proses soldering.

Pelat/papan yang digunakan sebagai penghantar panas mampu mengalirkan energi panas
secara baik ke seluruh permukaan pelat. Selain itu papan juga melindungi permukaan pcb dari panas
berlebih karena delay yang terjadi saat elemen pemanas menuju suhu yang diinginkan.
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5. Penutup

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan perancangan dan hasil akhir dari pembuatan stetoskop elektronik, maka dapat
disimpulkan sebagai berikut:
a. Reflow Soldering Tool yang di buat sesuai dengan apa yang di harapkan, yaitu dapat mengontrol
suhu yang dihasilkan oleh elemen pemanas untuk melakukan proses soldering.
b. Sesuai pengujian, kegunaan hardware dari Reflow Soldering Tool dapat melakukan penyolderan
pada satu buah papan circuit pcb dalam waktu paling lama 150 detik.
c. Berdasarkan pengujian, hasil soldering dan de-soldering mendapatkan hasil maksimal tanpa
onen smd dan papan

pada pcb sesuai
k ada kerusakan

5.2

aiki perancangan

sebagai berikut:

a.  Sebelum melakukan pe Ibutuhkan penentuan spesifikasi awal
sesuai dengan kebutuhan.

b. Dalam melakukan perancangan ste
komponen yang digunakan.

¢.  Menggunakan nilai komponen yang tidak terlalu banyak selisihnya dari perhitungan manual.

d.  Output dari stetoskop elektronik diperlukan penyesuaian dengan aplikasi atau software yang
akan digunakan.

p elektronik, terlebih dahulu memahami spesifikasi
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